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OBJETIVO GENERAIL

MODERNIZAR EL OVER HEAD Y UPPER
HEAD DE LA PLATAFORMA DE
SIMULACION DEL AVION BOEING 737-800
PARA LA UNIDAD DE GESTION DE
TECNOLOGIAS ESPE



OBJETIVOS ESPECIFICOS

Recabar informacidén referente al avién al que
corresponde el simulador de la Unidad de
Gestidon de Tecnologias y a la estructura fisica
del Overhead Panel.

Discernir en base a la informacidén recolectada la
forma mas eficiente de realizar el disefio de la
estructura fisica del OVERHEAD en base a
esbozos asistidos por computadora para
garantizar la menor inversion de material con el
minimo de pérdidas.

Realizar la adquisicidn del material, manufactura
e implementar el sistema en base al diseno de
los equipos.



CAPITULO III
DESARROLLO DEL TEMA

Determinar estado inicial

Desmontar el overhead

Desmontar los paneles

Desmontar las placas de control

Sacar el arnés eléctrico

Determinar estado de placas de control



Determinar las dimensiones del soporte
Determinar las dimensiones individuales
de los paneles

Disenar en software CAD

Realizar los procedimientos de conversidén
para la manufactura laser

Preparar los materiales seleccionados
Realizar el corte laser

Ensamblar los componentes
manufacturados



Construccion de placas de recepcion de device
Creacidn de los arnés de interface
Construccion de la placa de proteccién de
sobre voltaje

Enlace de la placa de proteccidn, con el arnés,
Yy paneles

Conexi6n del overhead a la placa de control
Test de control del overhead

Insercién de la retro iluminacién



Recoleccidn de los algoritmos con los
que trabajaba el simulador
Carga de las variables independientes

Carga de los algoritmos de control de
device









DISENO Y MANUFACTURA

1.Determinar las dimensiones del soporte
2. Determinar las dimensiones individuales de los paneles
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'4, Realizar los procedimientos

de conversién para la
manufactura laser

5. Preparar los materiales
seleccionados

6. Realizar el corte laser




INSERCION DEL MATERIAL ELECTRONICO

1. Construccidén de placas de 2.Creacién de los arnés de
recepcién de device interface

3. Construcc1on de la placa 4. Enlace de la placa de
de proteccién de sobre proteccidn, con el arnés, y
voltaje paneles
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INSERCION DEL ALGORITMO DE CONTROL

1. Recoleccidén de los 2.Carga de las
algoritmos con los que variables
trabajaba el simulador independientes

3. Carga de los algoritmos
de control de device



PRUEBAS OPERATIVASY FUNCIONALES DEL
OVER HEAD MONTADO EN LA CABINA DEL
SIMULAR

TABLA DE PRUEBAS FUNCIONALES
TAREA PASA NO PASA

Retro iluminacién

Conexién entre placas

Envio de datos

X
X
Recepcién de datos X
X
X

Conexion con FSX




CAPITULO IV
CONCLUSIONESY
RECOMENDACIONES



